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1.1 Kapsam Bu standart, elektronik takımlara yönelik görsel kalite kabul edilebilirlik gerekliliklerinin derlemesinden
oluşmaktadır. Bu standart, çapraz kesit değerlendirmeleri için kriterleri sağlamamaktadır.

Bu döküman, elektrikli ve elektronik takımların üretimine ilişkin kabul gerekliliklerini içermektedir. Tarihsel olarak geçmişte
elektronik takımların standartları, ilkeleri ve teknikleri ele alan daha kapsamlı bilgilerden oluşmuştur. Bu dokümanda belirtilen
tavsiyeleri ve gereklilikleri daha bütünsel bir şekilde anlayabilmek için, bu döküman IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 ve IPC
J-STD-001 dökümanlarıyla birlikte kullanılabilir.

Bu standartta verilen kriterlerin amacı montaj operasyonlarının başarıyla tamamlanması için gerekli proseslerin tanımlanması
veya müşteri ürünleri üzerinde onarım/modifikasyon ya da değişiklik yapma yetkisi verilmesi değildir. Örneğin, komponentlere
yapıştırıcı uygulanması ile ilgili kriterlerin varlığı yapıştırıcı kullanılması gerektiği anlamına gelmez, yapıştırıcı kullanılacağını
ima etmez, yapıştırıcı kullanım yetkisi vermez; bir terminalin çevresine saat yönünde bir bacağın sarılmasının tanımlanması,
tüm bacak/kabloların saat yönünde sarılması gerektiği anlamına gelmez, sarılacağını ima etmez, sarma yetkisi vermez.

Bu standardın kullanıcıları, dökümanın uygulanabilir gereklilikleri ile bunların nasıl uygulanacağı konusunda bilgi sahibi
olmalıdırlar.

Bu bilginin kullanımının gösterilmesine dair nesnel kanıt korunmalıdır. Nesnel kanıtın mevcut olmadığı durumda; organizasyon,
görsel kabul kriterlerinin uygun bir şekilde tanımlanabilmesi için gerekli personel yeteneklerinin periyodik olarak gözden
geçirilmesini dikkate almalıdır.

IPC-A-610, taşıma ve mekanik ile ilgili gereklilikleri ve diğer işçilik gerekliliklerini tanımlayan IPC J-STD-001’in kapsamı dışında
kalan kriterlere sahiptir. Tablo 1-1, ilgili dökümanların bir özetidir.

IPC-AJ-820, bu standardın içeriğinin amacı hakkında bilgi sağlayan destekleyici bir dökümandır ve Hedef Durumu kriteri
limitinden Kusur Durumu kriteri limitine geçişteki teknik gerekçeleri açıklar veya vurgular. Buna ek olarak, performans ile
ilgili olan ama görsel değerlendirme yöntemleri ile ayırt edilmesi kolay olmayan proses hususlarının daha geniş kapsamlı
anlaşılmasına yönelik destekleyici bilgiler verilmektedir.

Tablo 1-1 İlişkili Dökümanların Özeti

Dökümanın Amacı Standart No Tanım
Tasarım Standardı IPC-2220 (Serisi)

IPC-7351
IPC-CM-C770

Daha hassas geometrileri, daha fazla yoğunlukları, ürünü üretmek için daha fazla
proses adımını gösteren Üç Karmaşıklık Seviyesini (Seviye A, B ve C) yansıtan tasarım
gereklilikleri.
Yüzey monte için çıplak kart proseslerinin ped şablonlarına yoğunlaştığı ve takımların
genellikle tasarım prosesleri ve dökümantasyonlarda yer alan delik-içi ve yüzey monte
ilkelerine konsantre olduğu çıplak kart ve takımların tasarımını destekleyen Malzeme
ve Takım Proses Yönergeleri.

BDK Gereklilikleri IPC-6010 (serisi)
IPC-A-600

Sert, sert esnek, esnek ve diğer türdeki zemin malzemeleri için gereklilikleri içeren kabul
dökümantasyonu.

Nihai Ürün
Dökümantasyonu

IPC-D-325 Müşteri tarafından tasarlanan çıplak karta ilişkin nihai ürün gereklilikleri veya nihai
ürün montaj gerekliliklerini gösteren dökümantasyon. Ayrıntılarda müşterilerin kendi
tercihleri veya dahili standart gerekliliklerinin yanı sıra endüstri standartları veya işçilik
standartlarına atıfta bulunulabilir veya bulunulmayabilir.

Nihai Ürün
Standartları

J-STD-001 Ölçüm metodları (test metodları), test sıklığı ve proses kontrol gerekliliklerinin
uygulanabilirliğinin yanısıra minimum nihai ürün kabul edilebilir özelliklerini gösteren
lehimli elektrikli ve elektronik takımlara yönelik gereklilikler.

Kabul Edilebilirlik
Standardı

IPC-A-610 Nihai ürün performans standardı ile belirtilen minimum Kabul Edilebilir özelliklerin üzerine
çıkan istenen koşullar ile ilgili, uygun kart ve/veya takımların çeşitli özelliklerini gösteren
ve üretim prosesi değerlendiricilerine düzeltici faaliyetlere ihtiyaç olup olmadığına karar
vermede yardımcı olan, çeşitli kontrol dışı (proses göstergesi veya kusur) durumları
yansıtan resimli yorumlayıcı döküman.

Eğitim Programları
(İsteğe Bağlı)

Nihai ürün standartları, kabul edilebilirlik standartları ya da müşteri belgelerinde açıklanan
gerekliliklerin kabul koşullarını uygulamaya yönelik prosedürleri ve teknikleri öğretme ve
öğrenme ile ilgili dökümante edilmiş eğitim gereklilikleri.

Yeniden İşlem ve
Onarım

IPC-7711/7721 Koruyucu kaplama ve komponent sökme ile değiştirme, lehim maskesi tamiri, laminat
malzemeler, iletkenler ve delik içi kaplamaların modifikasyonu/onarımını başarıyla
tamamlamak için gerekli prosedürleri sağlayan dökümantasyon.
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